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• 金属 3D 積層造形や気相堆積法、液相凝固などの
非平衡プロセスに注目して、透過型電子顕微鏡法
などの実験や分子動力学法などの計算機シミュ
レーションを組み合わせた手法により準安定な構
造・微細組織の形成メカニズムを解明し、それに
もとづいて最適化・制御するプロセス設計の研究
を行なっている。

• 実験、計算機シミュレーション、データ科学を組
み合わせることによって材料開発を加速するため
の材料プロセスデザインの研究に取り組んでいる。

航空宇宙分野、自動車分野、半導体デバイス分野

実験・計算・データ科学による
非平衡結晶成長プロセスデザイン
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＃ 3D 積層造形 ＃結晶構造・原子配列解析 ＃計算機シミュレーション ＃デジタルツイン

応用分野
Develop

研究
内容

論文・解説など

連絡先HP

[1] U Satake et al., Precision Engineering, 77, 281-292
（2022）

[2] U Satake et al., Precision Engineering, 66, 577-592
（2020）

[3] U Satake et al., Precision Engineering, 
62, 30-39（2020）

研磨加工は、実際の製造現場では非常に高度な加工が実
現されている一方、理論の構築が遅れ、基本的な加工条
件すらも根拠をもって決められるだけの指針がないこと
が多い加工法です。加工現象の理解を通じて、煩雑な
チューニング作業なしに高度な仕上げを安定して実現で
きる研磨加工技術を確立することを目指し、シリコン
ウェーハや非球面ガラスレンズなどの研磨加工を対象と
して、加工条件決定指針の確立や研磨工具およびその評
価手法の開発に取り組んでいます。

半導体基板製造分野、光学素子製造分野

高精度・高安定研磨加工技術の開発
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＃研磨加工 ＃半導体基板 ＃光学素子
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